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以下資料由凌通科技公司自行輸入，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司負責。
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   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：凌通科技股份有限公司 (股票代號：4952)

	輔導推薦證券商
	富邦綜合證券股份有限公司、福邦證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司及群益證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹與歷史沿革
(一)公司設立日期
中華民國93年03月30日
(二)總、分公司及工廠之地址及電話
總公司及工廠地址：新竹市新竹科學工業園區篤行路8號3樓
電
話：03-6662118
二、公司沿革
年   月
重    要    記    事
93年03月
成立凌通科技股份有限公司，資本額新台幣2億元整，主要營業項目為研究、開發、設計及銷售消費性積體電路晶片。
94年03月
透過第三地轉投資大陸深圳，成立凌嘉科技有限公司。
94年08月
辦理現金增資新台幣56,000仟元、員工紅利及盈餘轉增資新台幣44,000仟元，增資後實收資本額達新台幣300,000仟元
94年12月
取得經濟部工業局新興重要策略性產業5年免稅優惠審核通過。
95年09月
辦理員工紅利及盈餘轉增資70,390仟元，增資後實收資本額達新台幣370,390仟元
95年10月
通過ISO 9001品質認證。
96年03月
榮獲行政院勞委會頒發2007年「友善職場」認證。

96年08月
新竹科學園區管理局96年6月1日園投字第0960014860號函核准入區申請，進入新竹科學園區。
96年08月
辦理員工紅利及盈餘轉增資新台幣149,017仟元，增資後實收資本額達新台幣519,407仟元
97年06月
辦理員工紅利及盈餘轉增資新台幣164,257仟元，增資後實收資本額達新台幣683,664仟元
98年08月
辦理員工紅利及盈餘轉增資新台幣56,400仟元，增資後實收資本額達新台幣740,064仟元
98年12月
發行新股12,448,879股以合併凌陽多媒體(股)公司MP3、PMP及DPF產品線，增資後實收資本額達新台幣866,758仟元。
99年04月
辦理員工紅利及盈餘轉增資新台幣64,360仟元，增資後實收資本額達新台幣957,531仟元
99年5月
通過成為公開發行公司
三、經營理念
 1.誠信---  以人為本，誠信第一。  

 2.創意---  技術為綱，創意為領開發新產品。 

 3.品質---  完美品質是永不間斷的目標。  

 4.服務---  提供顧客滿意的服務是我們的責任。
    我們以”誠信”為基礎的核心價值觀，秉持著”創意”、”品質” 與”服務”的經營理念，以踏實穩健的腳步，邁向世界一流的消費性IC設計公司。　[image: image2.png]



 四、未來展望
    創業以來，凌通始終秉持著「誠信」、「創意」、「品質」、「服務」的經營理念，以人性化管理及利潤共享，吸引最優秀的人才投入。未來，凌通科技將朝目標全力以赴，持續提高企業價值，提供傑出的產品與服務，以期成為具有全球競爭力的IC設計公司，實現「科技落實生活」的企業願景。


                                                                          

	主要業務項目
    本公司擁有IC電路設計及應用軟體設計技術，包括嵌入式記憶體(Embedded Memory)、類比的IP和DSP等，主要從事消費性積體電路產品之設計與銷售。

    目前主要產品有及服務項目如下：

    A.數位音訊解碼播放控制晶片

    B.語音辨認與合成控制晶片

    C. 8/16/32位元微控器晶片

    D.液晶顯示控制晶片

    E.液晶顯示驅動晶片

    F.影像擷取與辨識相關控制晶片

    G.機器人控制相關晶片

    H.多媒體播放器控制晶片
公司所屬產業之上、中、下游結構圖：


	               最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年1~6月

	營業收入
	836,450
	1,672,847
	2,215,188
	1,893,937
	2,208,650
	1,835,288

	營業毛利
	264,843
	608,109
	770,500
	649,855
	822,468
	605,545

	毛利率(%)
	32
	36
	35
	34
	37
	33

	營業外收入
	12,793
	11,249
	17,189
	33,518
	16,049
	4,874

	營業外支出
	7,945
	23,454
	27,717
	73,853
	75,400
	49,220

	稅前損益
	92,290
	262,030
	394,639
	192,090
	248,276
	199,976

	稅後損益
	78,803
	253,459
	395,792
	189,683
	223,039
	188,996

	每股盈餘（元）
	1.11
	3.56
	5.56
	2.66
	3.01
	1.97

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	1
	2
	1.95
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	1.3
	3
	2
	0.41
	0.36
	-


	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年

	流動資產
	566,064
	968,265
	1,300,084　
	1,329,689　
	1,781,757　

	基金及長期投資
	15,118
	3,423
	11,247　
	11,174　
	24,070　

	固定資產
	18,247
	40,594
	52,032　
	41,251　
	41,150　

	無形資產
	-
	737
	10,185　
	110,799　
	198,918　

	其他資產
	456
	8,760
	3,031
	19,070　
	39,988　

	資產總額
	599,885
	1,021,779
	1,376,579　
	1,511,983　
	2,085,883　

	流動負債
	分 配 前
	196,245
	332,405
	249,528
	258,618
	484,991

	
	分 配 後
	197,036
	335,495
	306,345
	395,351
	658,749

	長期負債
	-
	-
	-　
	-　
	-　

	其他負債
	19,552
	52,501
	97,347　
	90,468　
	80,129　

	負債總額
	分 配 前
	215,797
	384,906
	346,875
	349,086
	565,120

	
	分 配 後
	216,588
	387,996
	403,692
	485,819
	738,878

	股本
	300,000
	370,390
	519,407　
	683,664　
	869,036　

	資本公積
	-
	-
	-　
	-　
	113,986　

	未實現重估增值
	-
	-
	-　
	-　
	-　

	保留盈餘
	分 配 前
	84,391
	266,669
	510,354
	478,963
	537,069

	
	分 配 後
	13,210
	114,562
	289,280
	314,030
	331,130

	金融商品未實現損益
	-
	-
	-　
	-　
	1,122　

	累積換算調整數
	(303)
	(186)
	(57)　
	270　
	(450)　

	未認列為退休金成本之淨損失
	-
	-
	-　
	-　
	-　

	股東權益總額
	分 配 前
	384,088
	636,873
	1,029,704
	1,162,897
	1,520,763

	
	分 配 後
	383,297
	633,783
	972,887
	1,026,164
	1,347,005


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年度
項目
	96年
	97年
	98年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	35
	34
	37

	
	流動比率(%)
	521.02　
	514.15　
	367.38　

	
	應收帳款天數(天)
	43　
	47　
	51　

	
	存貨週轉天數(天)
	31
	40
	62

	
	負債比率(%)
	25.2　
	23.09　
	27.09　


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image6.png]


















 








































































































下游


經銷商或


應用產業





中游


光罩(Mask)


晶圓製造(Foundry/IDM)


切割(die saw)


封裝(Package)


測試(Testing)





上游


晶片設計


(IC Design House)
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